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深圳市发展和改革委员会2025年第一批
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（半导体与集成电路领域）
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支持相关单位承担国家发展改革委组织实施的专项。项目配套重点支持人工智能、新能源汽车、移动通信、北斗定位及卫星互联网、光电子、智能电网、超高清视频显示等领域芯片设计，硅基集成电路制造，化合物半导体制造，高端电子元器件制造，晶圆级封装、三维封装、芯粒等先进封装测试领域，适用于先进制程的薄膜生长、刻蚀、离子注入、量测等设备，以及适用于第三代半导体的特殊工艺设备。
二、国家项目配套扶持计划
1.政策依据
《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2023-2025年）》的通知（深发改〔2023〕806号）第三章第（一）款。
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[bookmark: OLE_LINK3]有关单位承担国家发展改革委开展的集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划，给予不超过1:1的资金配套，按照项目建设进度拨付，本市配套资金和国家资助资金加总不超过项目资金总额的一半。项目资助金额分阶段拨付，在项目扶持计划通知下达、项目完成40%的总投资额、项目通过验收三个阶段，分别按资助金额的40%、30%、30%分阶段予以拨付。
4.申报要求
（1）须满足申报通知明确的申报基本条件，详见申报通知。
（2）项目单位应为具备独立法人资格的企业、事业单位、社会团体或民办非企业等机构，拥有专业化的技术及管理团队，财务制度健全，具有较高水平的研发成果和技术储备，经营管理状况良好。
（3）申报项目已获得国家发展改革部门批复同意立项，且申报时处于在建状态。
（4）对于已享受我市市级产业政策支持的项目，不得重复申报本次指南的资助支持。
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